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内容概要

本书较详细地介绍了微电子器件封装用的高分子材料、陶瓷材料、金属焊接材料、密封材料及黏合剂
等材料，阐述了半导体芯片、集成电路器件的封装制造工艺，讲述了微电子器件封装的电子学和热力
学设计的基础理论。
     本书可以作为从事微电子器件制造的工程技术人员、管理人员、研究和教育工作者的参考书，也可
作为微电子专业教材使用。
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作者简介

　　周良知，1965年大学毕业，1982年获硕士学位，1987年，作为访问学者，赴美国斯坦福大学材料
科学与工程系进修，之后先后在美国National Semiconductor　Corp. AIliance Fiber Optic Products
Inc.Oplink Communication Inc.OpticNet Inc.等担任半导体硅晶片工艺师、微电子器件研究与开发工程师
、微电子器件封装高级工程师等职务。
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